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Die Racyics GmbH ist ein 2009 gegriin-
detes, mittelstandisches Unternehmen

mit Standort in Dresden. Es bietet maR-
geschneiderte Chip-Designs als auch
Beratungsdienstleistungen zur Halb-
leiterfertigung an. Die etwa 70 Mitarbei-
tenden aus dem Bereich Forschung und
Entwicklung sind in vier Geschiftsfeldern
tatig: Sie beraten beim Chip Design, unter-
stiitzen kleine Unternehmen beim Zugang
zur Halbleiterfertigung bei GLOBAL-
FOUNDRIES, entwerfen Chips nach Kun-
denvorgaben und entwickeln Bausteine fiir
den Chip-Entwurf, sogenannte IP.

Herausforderungen

Eine Schliisseltechnologie in der Digita-
lisierung ist das Internet-of-Things (IoT),
das die Vernetzung physischer und virtu-
eller Objekte mittels Informations- und
Kommunikationstechniken erméglicht.
Diese finden sich in vielen Lebensberei-
chen wieder: vom vernetzten Wohnen
uber die vernetzte Mobilitét bis zur
Industrie 4.0. Zukiinftig soll die digitale
Vernetzung auch fiir komplexere Anwen-
dungen wie das automatisierte Fahren,

das Ambient Assisted Living oder die
Medizintechnik ermdéglicht werden. Dazu
bedarf es neuartiger Elektronikmodule,
die einerseits hochspeziell und gleichzeitig
kostengiinstig sind.

Vor dem Hintergrund nehmen universell
einsetzbare Entwicklungsplattformen
zum anwendungsspezifischen Produkt-
entwurf einen hohen Stellenwert ein.
Damit konnen mafigeschneiderte
Produkte fiir kleine Produktionsgréfien
bereitgestellt werden, die den Marktzu-
gang insbesondere fir kleine und mittel-
standische Unternehmen erleichtern, die
selbst nicht iber eine eigene Halbleiter-
fertigung verfiigen.

Zielsetzung

Eine solche Entwicklungsplattform soll
im Rahmen des Projektes als sogenannte
System-on-chip (SOC)-Losung entwickelt
werden, bei der moglichst viele elektroni-
sche Bauelemente auf kompaktem Design
integriert sind. Diese Plattform zeichnet
sich durch ein hohes Maf an Konfigu-
rierbarkeit aus, wodurch verschiedene

Produkte realisiert und dank der gemein-
samen Plattform auch in kleinerer Stiick-
zahl kostendeckend hergestellt werden
konnen. Im Erfolgsfall konnte ohne grofie
Aufwinde der Ubergang von einer Klein-
serienproduktion zu einer Fertigung mit
grofen Stiickzahlen vollzogen werden, bei
der direkt aus dem Chip-Design anwen-
dungsspezifische integrierte Schaltungen
(ASICs) fiir eine Grof3serienproduktion
abgeleitet werden. Eine besondere Eigen-
schaft der Entwicklungsplattform besteht
in dem wahlweisen An- und Abschalten
einzelner Bauelemente, wodurch ein
hoher Grad an individueller Konfigurier-
barkeit gewihrleistet wird.

Losungsansatze

Fiir das Vorhaben greift die Racyics

GmbH auf die sogenannte FDSOI-Tech-
nologie (FDSOI - Fully Depleted Silicon
On Insulator) 22FDX® von GLOBAL-
FOUNDRIES zurtick, die im Vergleich

zu Halbleiter-Technologien anderer
Hersteller eine zusatzliche Moglichkeit zur
Einstellung der Transistoren bietet. Damit
koénnen sowohl die unvermeidbaren
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Fertigungsschwankungen als auch der
besonders stérende Einfluss der Umge-
bungstemperatur weitgehend kom-
pensiert werden. So entstehen kleinere
Chips, die mit weniger Energie eine
hohere Verarbeitungsleistung erbringen.
Die 22FDX®-Technologie ist aufierdem
kostengtlinstig und gut geeignet fiir mobile
Anwendungen.

Das von der Racyics GmbH im Rahmen
des Projektes zu entwickelnde Plattform-
SoC ist modular aufgebaut und es kom-
men verbreitete, wenn moglich offene
Standards zum Einsatz. Unternehmen,
die auf der Grundlage des Plattform-SoC
Produkte und Anwendungen entwickeln,
wird so ein frithzeitiger Marktzugang
ermoglicht.

Dieses Projekt aus dem Technologiefeld
Energieeffiziente Chips ist stark mit dem
IPCEI-Projekt von GLOBALFOUNDRIES
verkniipft, welches fiir die Technologie-
entwicklung der FDSOI-Technologie
verantwortlich ist. Dartiber hinaus besteht
ebenfalls eine enge Zusammenarbeit mit
der Cologne Chip AG, welche in ihrem
Teilvorhaben einen FPGA-Chip ent-
wickelt, der ebenfalls in der FDSOI-Tech-
nologie bei GLOBALFOUNDRIES gefertigt
werden soll.
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Perspektiven

Die Racyics GmbH plant die im Projekt
gewonnenen Erfahrungen aus dem
Design effizienter Prozessorsysteme,
konfigurierbarer Logikschaltungen sowie
der Umsetzung kryptographischer Funk-
tionen und Funkschnittstellen auch auf
neue Anwendungsgebiete zu Gibertragen,
wie z. B. energieeffizientes High-Perfor-
mance-Computing und Medizintechnik.
Das Unternehmen wird dazu das bereits
bestehende Netzwerk aus Forschungs-
einrichtungen wie der TU Dresden, der
Universitit Tibingen und dem Fraunhofer
IPMS sowie mit Unternehmenspartnern
wie z. B. der Cologne Chip AG verstetigen.
Durch die Beteiligung am integrierten
Vorhaben IPCEI Mikroelektronik kann die
Racyics GmbH sein Unternehmensnetz-
werk deutlich erweitern.

Das Projekt der Racyics GmbH tragt mit
der Entwicklung effizienter Chip-Designs
dazu bei, die Schliisseltechnologie Mikro-
und Nanoelektronik als gemeinsames
europiisches Ziel voranzutreiben und
dabei Technologien fiir die Digitali-
sierung und das Internet-of-Things
bereitzustellen.
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